
 

证券代码：002129                                       证券简称：中环股份 

天津中环半导体股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2018-1-9 

投资者关系活动

类别 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他  

参与单位名称及

人员姓名 

东吴证券：曹  越、汪林森 

泓德基金：章  健、殷子涵 

露鸣投资：李华飞、刘智澍、张秀峰 

中泰证券：朱荣华、于文博 

中再资产：籍扬宇、程  军 

中信建投：周紫光 

工银瑞信：闫思倩 

万联证券：蔡梓林 

国寿安保：姜绍政 

信诚基金：孙浩中 

泰康资管：段中喆 

中海基金：马  冲 

华安基金：苏广宁 

汇添富基金：刘昇 

华创证券：杨达伟 

朱雀投资：李  洋 

时间 2018年 1 月 9日 

地点 天津中环半导体股份有限公司会议室 

上市公司接待人

员姓名 

副总经理、董事会秘书：秦世龙 

证券部副部长：蒋缘 



 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、简要介绍公司基本情况 

二、互动交流 

交流问题如下： 

1、公司光伏产业的扩产进度安排以及产能释放预期是什么？ 

公司以内蒙古地区作为主要的太阳能级单晶生长和制造基地，

发挥单晶硅技术优势、规模领先优势，不断扩充太阳能级单晶硅材

料产能，在全球光伏市场实现规模和技术的全面领先，已布局并实

施了中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三期项目，目前正在投

资建设四期及四期改造项目，项目建设完成后，公司太阳能级单晶

硅材料年产能将提升至 23GW左右。目前四期及四期改造项目正在按

照计划有序推进，产能将随着项目建设和设备调试进度的推进逐步

提升。 

 

2、公司集成电路大硅片项目的技术储备和最新建设情况是怎样的？ 

公司在半导体行业具有六十年的历史积淀，对于半导体材料技

术的发展具有深刻的理解，并且具有深厚的技术积累和经验积累。

公司实施的“集成电路用大硅片生产与制造项目”既是公司现有半

导体材料产能规模的扩张，也是公司多年来在半导体行业技术与经

验积累的再一次全面提升。 

根据公司战略发展规划，为发挥各方优势、整合各方资源，公

司与合作方无锡产业发展集团、晶盛机电共同合资组建了中环领先

半导体材料有限公司，作为项目实施主体建设集成电路用大硅片生

产与制造项目，发展半导体材料产业。项目总投资约 30亿美元，一

期投资约 15亿美元，将打造国际先进的集成电路大硅片研发和生产

基地。 

 

3、公司在设备采购方面，是否将晶盛机电作为公司重点设备供应

商？ 

公司和晶盛机电具有良好的合作历史积累和紧密的合作伙伴关

系。公司 2011年承担的国家重大科技专项“02专项”，打破了国外



 

对大直径 8英寸区熔硅单晶、设备市场的封锁和制造大直径 IGBT器

件用主要材料的垄断局面，晶盛机电是主要设备供应商之一。同时

目前实施集成电路用大硅片生产与制造项目的中环领先，晶盛机电

也作为合作方之一参股其中，这是公司与晶盛机电再一次在半导体

领域的深度合作，有利于提升半导体材料关键设备、工艺、软件的

国产化程度，实现半导体材料技术的重大突破，促进公司及晶盛机

电综合竞争力提升，实现互利共赢。 

采购业务管理方面，公司是依据市场化原则采购项目所需的设

备及生产所需原辅材料，各项目的设备采购也会严格执行招标程序

最终确定中标供应商。 

 

4、公司在新能源产业降成本的路径和方法是什么？ 

公司始终秉承“少人化、自动化、高效化、智能化”的制造理

念，实施科学管控，聚焦核心业务、科学内部管理体系、改进运营

模式，同时建立了公司自己的研发平台，核心部件自主配套体系，

培养了一大批优秀的科技人员、工程技术人员以及信息化管理人才，

结合制造业“工业 4.0”的先进理念，在 ERP、MRPⅡ、工厂物流现

代化、工业自动化控制等各方面都达到了国际先进、国内领先水平。

通过实施集约创新、集成创新、联合创新等创新方式，加快新技术

的应用、降低生产成本、提高生产效率。公司近年来一系列的重大

创新成果使公司保持行业技术引领者地位，例如公司在直拉单晶生

长技术和金刚石线切片技术等方面取得的重大技术进步使得公司的

单晶硅材料生产效率得到了进一步提升。 

  

5、光伏硅片市场价格下降是否会影响公司毛利率？ 

光伏行业近年来产业链各环节技术革新和成本下降速度加快，

行业内预计 2020年左右实现光伏发电平价上网是基于技术进步和成

本下降的理性判断，因此光伏硅片的价格在中长期趋势中也将逐步

下降。公司通过技术进步和生产效率的提高降低生产成本，始终实

施围绕晶体生长技术为核心的相关多元产品的技术开发和生产制



 

造，因此公司有能力也有信心在行业发展和市场变化过程中实现公

司的稳健经营和长期可持续发展。 

  

6、公司 8英寸半导体硅片项目现有产能和扩产计划是什么？ 

通过公司承担的国家重大科技专项“02 专项”项目，公司已建

成IGBT用区熔硅单晶产业化示范基地，形成了每月5万片8英寸IGBT

用抛光片的生产能力；同时公司通过“8 英寸半导体硅片及 DW 切片

项目”扩建 8 英寸抛光片生产线，该项目达产后，将形成年产 293

万片 8英寸抛光片的产能，目前项目正在按计划实施建设中。 

  

7、公司叠瓦组件技术的领先程度和生产情况是怎样的？ 

公司联合国内外知名企业和技术合作方 SunPower、东方电气集

团，共同实施叠瓦太阳能组件项目，在普通组件加工工艺基础上，

运用独特的叠瓦技术，使得单位面积下可以叠放多于常规组件的电

池片，组件转换效率相比常规组件提升 7%以上。同时通过组件结构

的优化，保证了组件封装过程中的最小功率损失，降低了反向电流

对于组件产生热斑效应的影响，提高了组件对的稳定性。项目达产

后，将形成年产 5GW 的组件生产能力。2017 年 7 月，该项目第一块

叠瓦组件顺利下线，到 2017年末已经形成了叠瓦组件批量产出和销

售的能力，同时也具备了持续向国内外用户提供高效叠瓦组件产品

的能力。 

  

附件清单（如有） 无 

日期 2018年 1 月 9日 

 


